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Kod  45431000-7    

3.12. KŁADZENIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ŚCIANACH 

Spis treści: 
1. Wstęp  
2. Materiały  
3. Sprzęt  
4. Transport  
5. Wykonanie robót  
6. Kontrola jakości robót   
7. Obmiar robót  
8. Odbiór robót  
9. Podstawa płatności  
10. Przepisy związane  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót okładzinowych z płytek ceramicznych . 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym 

i kontraktowym przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Niniejsze wymagania dotyczą robót robót okładzinowych ścian z płytek ceramicznych  

1.4. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 
i oznaczają: 
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót okładzinowych 
ścian z płytek ceramicznych    zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w „Wymagania ogólne" pkt 2.1. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w „Wymagania ogólne" pkt 2.2. 
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2.2. Materiały naleŜy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez 
opadami atmosferycznymi.  

2.3. Okładziny ścian naleŜy wykonać z płytek o róŜnych wymiarach. Szczegóły podano w projekcie 
architektury wnętrz. Przy okładaniu naroŜy wypukłych płytki szlifować, nie stosować listew PCV, klej 
i fugi wg wskazań producenta płytek. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w  „Wymagania ogólne" pkt 2.3. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  „Wymagania ogólne" pkt 2.4. 

4.2. Transport materiałów 
Do przewozu naleŜy uŜywać pojazdów samochodowych umoŜliwiających zabezpieczenie wyrobu 

przed wpływem warunków atmosferycznych.   

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 2.5. 

5.2. Przygotowanie do robót  
W przypadku podłoŜa mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nośność podłoŜa moŜna 
sprawdzić m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy 
fragmenty podłoŜa łatwo się kruszą i odpadają, moŜna je uznać za słabe. Jeśli zaś podłoŜe rysuje się 
trudno - za mocne. Inną metodą jest opukanie podłoŜa (np. młotkiem lub trzonkiem packi). W 
miejscach, gdzie tynk uległ odspojeniu od powierzchni ściany, podczas opukiwania słychać "głuchy" 
odgłos. Wszystkie podłoŜa słabo związane i kruszące się powinny zostać odkute i usunięte do podłoŜa 
nośnego. Gdy brak pewności co do zastanego podłoŜa, bezpieczniej jest usunąć istniejące warstwy. 
Jest to szczególnie waŜne w przypadku stosowania zapraw klejowych mineralnych. Powstające 
bowiem podczas wiązania cementu skurcze mogą w skrajnych przypadkach powodować odspajanie 
się słabych warstw od podłoŜa razem z warstwą kleju i przyklejonych na nim płytek. 
 
PodłoŜe powinno być stabilne. 
W przypadku nowych podłoŜy cementowych i betonowych naleŜy zwrócić uwagę na moŜliwość 
występowania napręŜeń skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu. Problem ten 
dotyczy tynków . Przyjmuje się, Ŝe ich czas schnięcia musi wynosić co najmniej jeden tydzień na 
kaŜdy centymetr grubości warstwy. Po tym czasie moŜna juŜ wykonywać prace okładzinowe. W 
przypadku podłoŜy z płyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych naleŜy sprawdzić, czy 
podłoŜe jest dostatecznie sztywne, tzn. czy się nie ugina. Najprostsza metoda oceny stabilności 
podłoŜa polega na ugięciu płyty pod wpływem nacisku ręki. Strzałka takiego ugięcia nie powinna być 
większa niŜ 1 mm. Jeśli płyty stanowiące podłoŜe będą zbyt wiotkie (np. za cienkie, słabo 
przymocowane), to pod wpływem napręŜeń skurczowych mogą ulec wygięciu i odkształceniu. 

PodłoŜe powinno być czyste. 
NaleŜy je starannie oczyścić z resztek olejów, wosku, smarów lub Ŝywic. Nawet bardzo stare plamy 
tych substancji na powierzchni podłoŜa osłabiają znacznie przyczepność warstw wyrównujących czy 
zapraw klejowych. NaleŜy równieŜ usunąć kurz oraz inne zanieczyszczenia utrudniające 
przyczepność. 
 
PodłoŜa pokryte farbami olejnymi naleŜy dokładnie oczyścić przy uŜyciu opalarki lub specjalnych 
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środków chemicznych, a resztki farby zeskrobać przy pomocy szpachelki, ewentualnie mechanicznie 
usunąć powłokę poprzez nakłucie powierzchni ściany, przy czym pole powierzchni nakłutej powinno 
być równe ok. 1/3 pola powierzchni płytki. Następnie naleŜy zastosować emulsję gruntującą. 
 
PodłoŜe powinno być równe. 
Dopuszczalne odchylenia wynoszą: 
dla tynków (mierzone łatą dł. 2 m) <3 mm, oraz w całym pomieszczeniu <4 mm w pionie i <6 mm w 
poziomie; dla jastrychów (mierzone łatą dł. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w całym pomieszczeniu. 
Nierówności do 5 mm oraz drobne rysy moŜna, na dzień przed mocowaniem płytek, wypełnić tą samą 
zaprawą klejącą. Jeśli wielkość nierówności powodowałaby przekroczenie dopuszczalnej grubości 
spoiny klejowej podłoŜe naleŜy naprawić i wyrównać zaprawą szpachlową lub renowacyjną. 
Wyrównane podłoŜe naleŜy pozostawić do naleŜytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na 
powierzchni ścian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk cementowo-wapienny) 
usuwa się, nakładając zaprawę przy pomocy szpachelki, nieco większe rozprowadza przy pomocy 
gładkiej stalowej pacy. NałoŜoną zaprawę naleŜy wyrównać, ale nie zacierać. Przy większych 
powierzchniach, na świeŜej zaprawie naleŜy wykonać rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m.  
 
PodłoŜe nie powinno być chłonne. 
Większość stosowanych klejów do glazury i zapraw wyrównujących produkowana jest na bazie 
spoiwa cementowego. Najprostsza metoda oceny chłonności podłoŜa polega na rozlaniu na nim wody 
i sprawdzeniu, jak szybko ona wsiąka. Gdy proces ten przebiega szybko (np. na podłoŜach takich jak 
gazobeton, tynki gipsowe), naleŜy ograniczyć chłonność podłoŜa poprzez jego zagruntowanie emulsją 
gruntującą. Dzięki zdolności penetracji, emulsja wnika silnie w głąb nawet bardzo starych i suchych 
podłoŜy, wzmacniając i zabezpieczając je przed wilgocią oraz zwiększając przyczepność do ich 
powierzchni. PodłoŜa silnie nasiąkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim betony komórkowe lub 
tynki gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe naleŜy zagruntować odpowiednio wcześniej emulsją 
gruntującą, tak aby zdąŜyła całkowicie wyschnąć przed nanoszeniem masy klejącej (od godziny przy 
optymalnych warunkach, tj. temperatura +20C, wilgotność powietrza 50%, do doby w warunkach 
niekorzystnych). Gruntowania wymagają koniecznie podłoŜa: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, 
jak równieŜ powłoki malarskie oraz nieimpregnowane, a takŜe gipsowo-kartonowe. 
 
PodłoŜe powinno być szczelne. 
W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach naraŜonych na zawilgocenie (np. w łazienkach, 
natryskach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z masy uszczelniającej. 
Okładzina ceramiczna jest odporna na oddziaływanie wilgoci, ale wilgoć przenikająca do podłoŜa 
moŜe doprowadzić do powaŜnych uszkodzeń, takich jak wypłukiwanie spoiwa, niszczenie betonu, 
powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitów. Problem ten jest szczególnie groźny w przypadku podłoŜy 
wykonanych z bloczków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych. 

Okładzinę ceramiczną układa się na dokładnie wysuszoną warstwę uszczelniającą, tzn. zwykle 
następnego dnia po nałoŜeniu ostatniej warstwy uszczelniającej. Jeśli pomieszczenie łazienki jest 
małe, to zamiast wyznaczać w niej strefy mokre i wilgotne, lepiej i łatwiej będzie ułoŜyć izolację  
w całym pomieszczeniu. 

Rozplanowanie rozpoczyna się od ściany, na której znajduje się najwięcej otworów, tzn. okna, drzwi, 
przełączniki itd. Przy rozmieszczaniu płytek naleŜy dodawać grubość spoin - zarówno w pionie, jak  
i w poziomie, uwzględniając kalibrację płytek. Producent zwykle podaje wymiar nominalny płytki 
(np. 300x300 mm), jednakŜe jej wymiar rzeczywisty moŜe się do kilku mm róŜnić, zwykle jest 
mniejszy (np. 295x295). 

W miejscach takich, jak ościeŜnica drzwi czy obrzeŜe wanny, lepiej docinać do odpowiedniego 
kształtu i wymiaru całe płytki, niŜ pokrywać te miejsca wąskimi paskami, które są trudne w obróbce  
i mają słabą przyczepność. 
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Wycinając w płytce otwór dowolnego kształtu, naleŜy umieścić go tak, aby przy cięciu jak najmniej 
naraŜać płytkę na zniszczenie. Otwór powinien być moŜliwie w środku płytki lub na jej krawędzi. 
Lepiej wygląda ściana lub podłoga o symetrycznie dociętych płytkach, dlatego okładzinę powinno się 
układać symetrycznie względem środka ściany lub podłogi, tak aby skrajne płytki miały co najmniej 
połowę szerokości płytki. Jeśli w ścianie jest otwór okienny, to naleŜy starać się, aby nie tylko płytki 
na całej ścianie ułoŜone były symetrycznie, ale by teŜ pytki przy otworze okiennym nie były docinane. 

Jeśli płytki ścienne i podłogowe mają ten sam wymiar, to spoiny ścienne powinny trafiać w spoiny 
podłogowe, podobnie przy przejściu płytek podłogowych z jednego pomieszczenia do drugiego, jeśli 
wymiar płytek jest taki sam, to spoiny powinny stanowić swoją kontynuację. Układając płytki na 
załamaniach ścian i słupach, naleŜy je tak rozmieszczać, aby całe płytki umieszczać na naroŜnikach 
zewnętrznych, zaś docięte - w naroŜnikach wewnętrznych. 

Wysokość glazury w pomieszczeniu  jest ściśle określona jednak powinna stanowić wielokrotność 
wysokości płytki. NaleŜy zaplanować ilość i połoŜenie listew do glazury, gdyŜ w tych miejscach 
będzie moŜna ukryć przycięte krawędzie płytek. 

NaleŜy zaprojektować układ szczelin dylatacyjnych, uwzględniając lokalizację istniejących w podłoŜu 
dotychczasowych szczelin. Dylatacje w okładzinach z płytek ceramicznych niezbędne są u zbiegu 
płaszczyzn ścian i podłóg, na stykach podłoŜy lub posadzek wykonanych z róŜnych materiałów, przy 
duŜych powierzchniach, wydzielające pola mniejsze o bokach długości ok. 5-6 m oraz w miejscu 
szczelin przebiegających przez cały budynek. 

Zaprawę klejową naleŜy dobrać zaleŜnie od rodzaju okładziny, podłoŜa, na którym zostanie ułoŜona 
oraz warunków w jakich będzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje się do układania duŜych płytek 
podłogowych, a jeszcze inne do układania płytek porowatych wewnątrz pomieszczeń. Im trudniejsze 
podłoŜe lub warunki pracy, tym lepszą, bardziej elastyczną zaprawę naleŜy stosować. Na ściany 
wewnątrz pomieszczeń stosuje się zwykłe, standardowe zaprawy, jednak juŜ na ścianach z płyt 
gipsowo-kartonowych naleŜy uŜyć uelastycznionej zaprawy klejowej. 

Przed uŜyciem zaprawy klejowej naleŜy bardzo dokładnie zapoznać się z instrukcją jej stosowania, 
umieszczoną na opakowaniu. NaleŜy sprawdzić jej datę produkcji, termin waŜności oraz wygląd 
zewnętrzny. Jeśli zaprawa jest zbrylona, o niejednorodnej kolorystyce oraz konsystencji, lepiej 
wstrzymać się z jej uŜyciem. 

Temperatura powietrza i podłoŜa na kilka dni przed rozpoczęciem robót, podczas układania płytek 
oraz przez początkowy okres wiązania zaprawy nie moŜe być niŜsza niŜ +5 C, ani teŜ wyŜsza od 
+30C. Materiały uŜywane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze przez co najmniej dobę przed rozpoczęciem robót. W przypadku układania płytek o 
duŜych rozmiarach zaleca się wykonywanie robót w temperaturze zbliŜonej do przyszłej temperatury 
uŜytkowania pomieszczeń. 

W pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym w czasie wykonywania posadzek i przez cały czas 
wiązania zaprawy klejącej ogrzewanie to musi być wyłączone, a temperatura podkładów powinna 
wynosić 15-20C. 

Zaprawę przygotowuje się zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilości wody i wymieszanie za 
pomocą wiertarki z mieszadłem, aŜ do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu  
i ponownym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczalne jest klejenie płytek ceramicznych 
na tzw. "placki". W przypadku, zarówno płytek ściennych, jak i podłogowych, prowadzi to do 
uszkodzenia okładziny. 

Masę klejową naleŜy nanosić na podłoŜe za pomocą kielni zębatej, równomiernie ją rozprowadzając 
silnie dociskaną do podłoŜa prostą krawędzią kielni. Następnie naleŜy naniesioną warstwę przeczesać, 
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najlepiej w kierunku poziomym w przypadku okładziny ściennej, zębatą krawędzią kielni, zachowując 
kąt nachylenia kielni względem podłoŜa w granicach 45-60o. Prawidłowo przygotowana zaprawa  
i dobrana wielkość zębów pacy sprawiają, Ŝe dociśnięta, typowa płytka ceramiczna nie spływa  
z płaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu płytki. Jeśli tak 
nie jest, to naleŜy zastosować pacę o większych zębach. 

Wielkość zębów kielni dobiera się w zaleŜności od rozmiarów mocowanych płytek. Od zębów 
wysokości 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych niŜ 5 cm, po 
kielnię z zębami 8 mm, dla płytek o bokach większych niŜ 20 cm. NaleŜy przy tym uwzględniać 
wykończenie spodniej strony płytki, takie jak bruzdy lub guzki, od których zęby kielni muszą być 
większe. 

Układanie płytek na ścianie rozpoczyna się od dołu przy naroŜniku. Płytki docinane zaleca się 
przyklejać na końcu. Jeśli pierwsza płytka musi być docinana, zacząć naleŜy od przyklejenia drugiej 
całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie przykleja się płytki docinane w naroŜach  
i przy ościeŜach. Płytki w tych miejscach zazwyczaj trzeba dociąć na odpowiednią szerokość, zgodnie  
z symetrycznym rozplanowaniem płytek na ścianie. Układane płytki powinny być suche i czyste. 
Płytki naleŜy mocować ruchem lekko posuwistym, dociskając je silnie do warstwy kleju, a następnie 
rozsuwając na szerokość spoiny. Płytki większych formatów naleŜy delikatnie opukać gumowym 
młotkiem. Stosowanie krzyŜyków dystansowych nie jest konieczne, jednakŜe znacznie ułatwiają 
zachowanie tej samej szerokości spoin. 

W czasie prac naleŜy uwzględniać czas otwartego schnięcia zaprawy (tzw. czas "naskórkowania"), 
czyli jej zdolność do klejenia po rozprowadzeniu na podłoŜu. Czas ten wynosi od 10 do 30 minut 
w zaleŜności od rodzaju masy klejącej, temperatury i wilgotności podłoŜa oraz otoczenia. Im wyŜsza 
temperatura i mniejsza wilgotność powietrza, tym czas ten ulega skróceniu. W takich warunkach 
zaprawę naleŜy nakładać na małej powierzchni i jak najszybciej przyklejać płytki Przydatność 
rozprowadzonej juŜ warstwy masy klejącej do klejenia moŜna łatwo sprawdzić przez dotyk. JeŜeli po 
dotknięciu na palcach pozostaje klej, moŜna kontynuować pracę; w przeciwnym wypadku, gdy palce 
pozostaną suche warstwę kleju naleŜy usunąć ze ściany. 

Pierwszy, dolny rząd płytek ściennych, tzw. cokołowy, układa się juŜ po ułoŜeniu terakoty. Płytki tego 
pasa przy styku z posadzką muszą być zaokrąglone. Nadmiar kleju wytłoczony przez spoiny naleŜy 
usunąć przed związaniem zaprawy klejowej, podobnie jak krzyŜyki dystansowe. Ewentualne 
zabrudzenia płytki naleŜy przemyć wilgotną gąbką. 
 
Kolor zaprawy moŜna dobrać, kierując się kolorystyką okładzin - zgodnie z ich barwą. Zaprawę do 
spoinowania naleŜy dobierać stosownie do przewidywanych warunków eksploatacji, rodzaju kleju 
uŜytego do mocowania płytek oraz szerokości spoiny. Gdy stosuje się kleje elastyczne, to spoina 
powinna takŜe charakteryzować się podobnymi własnościami. Stosując w takich miejscach sztywne 
spoiny, naraŜamy się na ich spękanie. 

 
Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania naleŜy unikać nadmiaru wody, gdyŜ powoduje ona 
kruchość materiału spoiny, pękanie i zmniejszenie jej twardości. Z tego względu bardzo waŜne jest 
stosowanie właściwej ilości wody, podanej na opakowaniu. Podobnie zachowuje się spoina pomiędzy 
płytkami o duŜej nasiąkliwości lub przy renowacji spoin, po usunięciu starych. Jeśli nie nasyci się 
spoiny duŜą ilością wody przed spoinowaniem, to zostanie ona odebrana przez płytki i podłoŜe. Brak 
wilgoci uniemoŜliwia właściwe związanie spoiny i zawartego w niej cementu, czego następstwem jest 
jej kruchość, miękkość i pylenie. 

Do spoinowania okładziny moŜna przystąpić dopiero po wyschnięciu masy klejowej, to znaczy po 
okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku płytek ułoŜonych na mało nasiąkliwym "trudnym" podłoŜu (np. 
na istniejącej starej wykładzinie z płytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten uzaleŜniony jest od 
temperatury i wilgotności otoczenia. Zbyt wczesne zamknięcie spoin utrudnia oddanie nadmiaru wody 
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z zaprawy klejowej, która nie osiągnęła odpowiedniej wytrzymałości i płytki mogą się przesuwać. 
Efektem jest spękana spoina. Problem ten dotyczy głównie posadzek, które naraŜone są na obciąŜenia 
mechaniczne.  

Temperatura powietrza i podłoŜa na kilka dni przed rozpoczęciem spoinowania, podczas jego 
wykonywania oraz przez początkowy okres wiązania zaprawy nie powinna być niŜsza niŜ +5oC, ani 
wyŜsza niŜ +30oC. Materiały uŜywane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach  
o wymaganej temperaturze przez co najmniej dobę przed rozpoczęciem robót. Podczas prowadzenia 
prac przy temperaturze wyŜszej niŜ 20°C naleŜy się liczyć z niekorzystnym zjawiskiem skrócenia 
czasu przydatności przygotowanej masy do uŜycia. W pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym 
w czasie wykonywania posadzek i przez cały czas wiązania zaprawy do spoinowania ogrzewanie to 
musi być wyłączone, a temperatura podkładów powinna wynosić 15-20C.  

Przed przystąpieniem do spoinowania naleŜy dokładnie oczyścić powierzchnię okładziny z brudu, 
kurzu i tłuszczu. Spoiny powinny być one jednolicie głębokie, wolne od zanieczyszczeń, kurzu  
i najlepiej - wstępnie zwilŜone wodą. Aby podłoŜe było jednolicie głębokie, naleŜy bezpośrednio po 
ułoŜeniu płytek oczyścić spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowaną zaprawę do spoinowania nanosi 
się przy pomocy kielni na pacę z gąbką, specjalnie przeznaczoną do spoinowania okładzin 
ceramicznych. 

Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni płytek, naleŜy jej nadmiar usunąć, 
ściągając go za pomocą pacy gumowej, ukośnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania 
materiału naleŜy starać się, aby wprowadzać go głęboko i szczelnie w spoiny. Czynności te powtarza 
się aŜ do zakończenia spoinowania całej powierzchni okładziny. Podczas spoinowania naleŜy unikać 
nadmiernego nasączania powierzchni spoiny wodą, gdyŜ nadmiar wody moŜe powodować 
wypłukiwanie pigmentów i wymywanie świeŜej fugi ze spoin. 

Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, których głębokość jest wyraźnie większa od szerokości, 
naleŜy dokonać ich spłycenia przez umieszczenie wałka lub innego profilu wykonanego z tworzywa 
polietylenowego lub poliuretanowego. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na fakt, Ŝe masy 
uszczelniające układane w szczelinach, których krawędzie mogą się przemieszczać względem siebie 
(np. wskutek ruchów termicznych), powinny trwale przylegać jedynie do dwóch powierzchni. W celu 
oddzielenia masy od dna szczeliny układa się wówczas równieŜ wyŜej wspomniane wałki 
polietylenowe lub poliuretanowe, a przy braku miejsca (w płytkich szczelinach) przynajmniej paski 
folii polietylenowej. 

Aby zachować optymalne warunki wiązania cementu, naleŜy świeŜe spoiny w ciągu kilku pierwszych 
dni utrzymywać lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie naleŜy w ciągu pierwszych tygodni 
czyścić wyłącznie czystą, często zmienianą wodą. Wszystkie te zabiegi pozwolą na lepsze związanie 
zaprawy do spoinowania oraz zapobiegną jej przebarwianiu się. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po 
jej całkowitym wyschnięciu, tzn. po około 2-3 dniach. 

Szerokość spoin powinna być nie większa niŜ 2-3 mm. W odstępach nie większych niŜ 3 m naleŜy 
pozostawiać spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  „Wymagania ogólne" pkt 2.7. 

Sprawdzenie jakości robót związanych ze okładzinami ścian z płytek ceramicznych polega na 
sprawdzeniu : 

1. naleŜytego przylegania do podkładu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. 
Głuchy dźwięk polega na nieprzyleganiu okładziny do podkładu. 
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2. prawidłowości przebiegu spoin poprzez wyciagnięcie cienkiego sznurka wzdłuŜ dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych  i pomiaru odchyleń z dokładności do 0,5 mm. 

3. prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny poprzez przyłoŜenie w prostopadłych do 
siebie kierunkach laty kontrolnej o dl. 2 m i pomiaru wielkości prześwitu za pomocą 
szczelinomierza z dokładnością do 0,5 mm 

4. wizualnej kontroli wyglądu i  wypełnienia fug a przypadku budzącym wątpliwości przez pomiar 
z dokładnością do 0,5 mm  

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne" pkt 2.9. 
 
7.2. Jednostkca i zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 2.10. 
 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeŜeli 

wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostały spełnione. 

Odbiór  powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz  wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne" pkt 2.11. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości. 

 

 


